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【はじめに】プリンテッドエレクトロニクスの電極材

料に銀ナノ粒子インクが多く用いられているが、基材

との密着性を確保しにくいことが問題となっている。

我々は、銀ナノ粒子インクを成膜後、下地層となる樹

脂のガラス転移温度以上で焼成することにより、銀ナ

ノ粒子電極と樹脂層の界面で融着が起こり、密着性が

大きく向上することを報告している[1]。本研究では、

銀ナノ粒子電極と下地層の融着界面を電子顕微鏡に

より観察することで、密着性が向上するメカニズムに

ついて詳細な解析を行なった。 

【実験】ガラス基板上に、樹脂層として PVP溶液 5wt%

（Aldrich、PEGMEA 溶媒）を 100nm の膜厚になるよ

うにスピンコート成膜し、150℃で 1 時間のアニール

を行なった。その後、銀ナノ粒子インク（ハリマ化成：

NPS-JL）をスピンコート成膜後、140℃および 180℃

で 1時間焼成し、100nmの銀ナノ粒子電極を形成した。

作製したサンプルについて、FIB（JEM-9329）を用い

て下地層と銀ナノ粒子電極の切出しを行ったのち

SEM（JEM-7600FE）および TEM（JEM-2100FE）で断

面観察を行った。 

【結果・考察】図 1に、銀ナノ粒子電極と PVP 層の界

面の断面 SEM 像を図 1 に示した。PVP のガラス転移

温度は約 140℃であるため、180℃で電極焼成した(a)

では PVP と銀ナノ粒子電極が密に融着している様子

が観察された。一方で、120℃で焼成した(b)では界面

融着が起こっておらず、銀ナノ粒子電極の剥離が観察

された。図 2は界面融着が起こっているサンプルの断

面 TEM像である。銀ナノ粒子電極と PVP 層の界面は

それぞれがお互いの層にしみこんだ状態で融着して

いることが分かった。界面融着が起こっている層の厚

さは、銀ナノ粒子電極側で 20nm 程度、PVP 層側に

20nm程度の合計 40nm程度であった。当日は他の樹脂

を下地層として用いた場合の界面状態について観察

を行なった結果も合わせて議論する。 

[1]関根ら、応物春、29p-G14-13（2013） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 銀薄膜電極の断面 SEM像 

(a) 120℃焼成、(b)180℃焼成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 180℃焼成時の界面における 

断面 TEM像 
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